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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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SMD Lotpaste ISO-Cream ‚Active-Clear‘ – Löttechnik  
für höchste Ansprüche, ergänzend zur sehr erfolgreichen  
Lotpaste ISO-Cream ‚Clear‘, stellt die FELDER GMBH nun  
eine neue Version in besonders aktiver Ausführung vor:

Vorteile, die überzeugen:

•	 kristallklare Flussmittelrückstände
•	 geringe Flussmittelausbreitung
•	 optimales Benetzungsverhalten
•	 Beständigkeit der Viskosität
•	 einwandfreie Lötergebnisse, No-clean Qualität
Lassen Sie sich von der neuen ‚Clear‘-Serie überzeugen.

www.felder.de
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